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［優　秀　賞］　半導体ウェハー非接触搬送ソリューション
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　ハーモテックは、シリコン（Si）ウエハーに比べ、反
りや歪みが発生しやすい炭化ケイ素（SiC）ウエハーを
エアーの力で主要面に触れずに搬送できるソリューション

「KUMADE-ECシリーズ」を開発した。主にパワー半導体
に使われ、今後需要が拡大すると見込まれるSiCウエハー
搬送に特化した。
　同社のロボットハンド「KUMADE」はウエハーを吸引す
るエアーを生む円筒室に特徴がある。円筒室内に対向する2カ所から圧縮空気を投入し、竜巻のような旋
回流を発生させ、その負圧によって対象物となるウエハーを吸引する。円筒室とウエハーの間には常時エ
アーが流れているため接触しない原理だ。
　従来のKUMADEシリーズはSi素材で外周の厚みを残し、中心部を研削したディスコ製ウエハーなどに対
応していた。SiCウエハーはSiに比べ素材自体が硬く、全面研削しているため形状も異なる。さらに、パター
ンの金属膜収縮・膨張による反り返りや歪みが搬送に影響する。
　これらの課題に対し、ウエハー吸引部となる4つのパッド位置を外周部にのみ配置し、ウエハーへの影
響を最小限に抑えた。加えて、エアーを吐出するノズルの配置や角度を最適化、エアーがウエハー中央部
分に集まるよう設計した。ウエハー中央部に集まったエアーの押し返す力で、反り返ったウエハーが平らな
状態に近づく。エアーの2次利用で、反りのあるウエハーの安定した搬送を実現した。


